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ANNEX

BILAG
til
Kommissionens delegerede direktiv
om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-
Parlamentets og Radets direktiv 2011/65/EU for si vidt angar en undtagelse for bly i

loddemateriale til etablering af elektrisk forbindelse mellem halvlederskive og
baeresubstrat i integrerede kredslebspakker med flip chip
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BILAG

Punkt 15 1 bilag III affattes séledes:

"15. Bly i loddemateriale til etablering | Galder for kategori 8, 9 og 11 og udleber
af elektrisk forbindelse mellem den:
halvledersklve og baresubstrat i 21 juli 2021 for kategori 8 og 9
integrerede kredslebspakker med q dicinsk ud T vi
flip chip un tagen_ me %cms u styr til vitro-
diagnostik og industrielle
overvagnings- og
reguleringsinstrumenter
— 21.juli 2023 for kategori 8 medicinsk
udstyr til in vitro-diagnostik
— 21. juli 2024 for kategori 9
industrielle overvagnings- og
reguleringsinstrumenter og for
kategori 11.
15.a Bly i loddemateriale til etablering | Galder for kategori 1, 7 og 10 og udleber den

af elektrisk forbindelse mellem
halvlederskive og baresubstrat i
integrerede kredslebspakker med
flip chip, hvor mindst ét af
folgende kriterier gor sig
geldende:

— der anvendes 90 nm-
halvlederteknologi eller storre

— der anvendes en enkelt
halvlederskive p4 300 mm?
eller derover sammen med
hvilken som helst
halvlederteknologi

— stablede chippakker med en
halvlederskive pa 300 mm?
eller derover eller silicium-
interposere p4 300 mm? eller
derover

21. juli 2021."
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